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necesidades de aislamiento

DIAPOL 509 FT CLASE TERMICA B (130°C)
-50 + 130°C

Resina de poliuretano sin cargas que endurece mediante la adicién del CATALIZADOR 500 y forma
una masa muy flexible.

APLICACIONES
DIAPOL 509 FT se emplea indistintamente para encapsulados o rellenos de componentes electronicos
gue requieran de una masa aislante. Ademas, como relleno de condensadores anti-explosion.

PREPARACION Y ENCAPSULADO

La polimerizacion se efectia a temperatura ambiente. En caso de que se desee mas rapidez en el
secado, puede acelerarse mediante aportacion de temperatura (40-60°C). La proporcion de mezcla
recomendada es 100/40. En caso de querer obtener una version tipo gel se podra variar la proporcion
entre 100/25 y 100/40, determinando el valor de la proporcion segin las necesidades de acabado que
requiera la aplicacion final.

Aconsejamos mantener los envases bien cerrados para evitar la absorcion de humedad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PROPIEDADES UNIDADES | DIAPOL 509 FT | CATALIZADOR 500
Viscosidad a 25°C mPa's 1000 + 100 200 + 20
Densidad a 20°C g/cm? 1.04 £ 0.1 1.24 £ 0.1
Ratio mezcla en peso 100/25-40
Resistencia a la traccion MPa 4.5

Elongacion % 72

Dureza Shore A/D 72/20
Temperatura de transicion vitrea oC 15

Resistencia a la incandescencia a 4mm grade 2

Absorcion de agua durante 30 dias % 0.60

Resistencia dieléctrica kV/mm 20

Resistividad Q-cm 2.10%

Resistividad superficial en seco Q 4.10%

Constante dieléctrica 4.2

FORMA DE SUMINISTRO

En envases de hojalata de 1,5 y 25L.
En bidones de plancha de hierro de 200L.
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La informacién que les ofrecemos es de caracter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad
derivada de su aplicacién.
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